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科教卫新闻

本报讯（记者 王蔚）2026
年上海市普通高校春季考试招
生志愿填报最低成绩控制线昨
天公布，为251分。

今年上海春考招生采用“统
一文化考试+院校自主测试”的
模式。考生语数外统一文化考
试成绩总分（含政策性加分）须
达到志愿填报最低成绩控制线，
其中应届高中毕业考生还须取
得思想政治、历史、地理、物理、
化学、生物学、信息技术7门科
目高中学业水平合格性考试的
全部合格成绩，方有资格参加春
考志愿填报。

市教育考试院负责人表示，
今年春考有7万余名考生报名

参加，春季招生继续采取“一档
两投”的投档方式，具有春季招
生志愿填报资格的考生最多可
以填报2个专业志愿。这2个专
业志愿可以是同一所院校的2
个专业，也可以是2所院校的各
1个专业。

2月5日，各招生院校公布
各招生专业的自主测试资格线
及测试安排。考生可以通过报
考院校的网站查阅相关信息，并
根据院校的安排参加自主测
试。参加春季招生志愿填报并
获得院校自主测试资格的考生，
如果没有参加院校自主测试，其
自主测试成绩按零分计入总分，
并参与院校后续录取排序。

努力克服“硬”的弊病
如何在纤维上实现高效信息处理功能，

但又不影响纤维器件柔软、适应复杂形变、
可编织等本征特性？此前，复旦团队率先提
出“纤维器件”概念，通过长期攻关，已创建出
具有发电、储能、发光、显示、生物传感等功能
的30多种新型纤维器件，相关成果7次发表
在《自然》上，获授权国内外发明专利120多项。

在持续深耕研究过程中，团队意识到，
与智能手机、计算机等各类电子设备的发展
路径相似，要实现纤维器件的大规模应用，
必须要将不同功能的纤维器件集成在一起，
形成纤维电子系统，并赋予其信息交互功
能。同时，又要克服硬质块状芯片电路的弊
病。于是，“纤维芯片”新概念应运而生。

芯片具有高效的信息处理能力，是现代
电子技术的基石。芯片的信息处理功能依
赖于大量微型电子元件（如晶体管、电容、电
阻等）高度互连所形成的集成电路。纵观过
去芯片的发展历程，普遍依赖硅基衬底所支
撑的光刻制造技术。

团队大胆设想，是不是有可能在柔软、
具有弹性的高分子纤维内实现高密度集成
电路？其挑战非常大，无先例可循。首先面
临的一个挑战是，与目前集成电路所用的硅
基平面衬底不同，纤维受限于其固有的曲面
结构和有限的表面积（每厘米长度纤维仅
0.01—0.1平方厘米），很难集成足够数量的
电子元件，以实现高效信息处理能力。

团队跳出“仅利用纤维表面”的惯性思
维，提出多层旋叠架构的设计思想，即在纤
维内部构建多层集成电路，形成螺旋式旋叠
结构，从而最大化地利用纤维内部空间。基
于实验结果推算，即便按照目前实验室级1
微米的光刻精度，长度为1毫米的“纤维芯
片”可集成1万个晶体管，其信息处理能力
可与植入式起搏器芯片相当；若“纤维芯片”
长度扩展至1米，其集成晶体管数量有望提
升至百万级别，这一集成数量将超过经典计
算机中央处理器（例如英特尔386TMSL）
的晶体管集成水平。

探索系统解决方案
尽管有了路线图，“纤维芯片”的制备过

程仍然面临重重挑战。比如，半导体、金属
导电通路等，很难承受纤维拉伸、扭曲等复
杂变形中所引起的局部应变集中，极易引发
电路结构脆裂和性能快速失效。
团队通过5年攻关，探索出了系统解决

方案，发展出可在弹性高分子上直接进行光
刻高密度集成电路的制备路线。关键策略
包括：（1）针对弹性高分子表面不平整的问
题，采用等离子刻蚀方法，对弹性高分子表
面进行平整化处理，将其粗糙度降至1纳米
以下，有效满足商业光刻要求，目前光刻精
度达到了实验室级光刻机的最高水平；（2）
在弹性衬底上设计一层致密的聚对二甲苯
纳米膜层，该膜层不仅可以有效抵御光刻过
程中各种溶剂侵蚀，还可以与弹性高分子衬
底形成交替的“硬-软模量异质结构”，显著
减小纤维复杂变形过程中的电路层应变，确
保电路结构、功能稳定，从而赋予“纤维芯
片”优异的服役稳定性。值得一提的是，团
队所发展的制备方法，与目前芯片产业中的
成熟光刻制造工艺高效兼容，通过研制原型
装置，设计标准化制备流程，初步实现了“纤
维芯片”的规模制备。
据介绍，现在所制备的“纤维芯片”中，

电子元件（如晶体管）集成密度达10万个/
厘米，通过晶体管高效互连，可实现数字、模
拟电路运算等功能，如异或门、与非门、或非
门等基础逻辑门电路，锁存器等时序逻辑电
路，以及与典型心脏起搏器芯片相当的电脉
冲调制功能。该“纤维芯片”架构和制备方
法还具有普适性，比如，可以集成有机电化
学晶体管，可完成神经运算任务。
相比于传统芯片，“纤维芯片”还具有优

异的柔性，可耐受弯曲、拉伸、扭曲等复杂形
变，如承受1毫米半径弯曲、30%拉伸形变、
180?/厘米扭转等变形，甚至在经过水洗、高
低温、卡车碾压后，仍能保持性能稳定。

将带来无限可能性
“纤维芯片”的问世将带来无限的可能

性。比如，在虚拟现实领域，目前触觉接口
高度依赖块状硬质信号处理模块，导致与皮
肤柔性表面贴合度不足，难以实现精准细致
的信号采集与输出，在远程医疗机器人手术
等精细操作场景中局限性尤为突出。基于
“纤维芯片”所构建的智能触觉手套，兼具高
柔性与透气性，与普通织物无异，可集成高
密度传感与刺激阵列，精准模拟不同物体的
力学触感，适用于远程手术组织硬度感知、
虚拟道具交互等场景，有望极大提升用户与
虚拟环境的交互体验。又如，借助“纤维芯
片”内置的有源驱动电路，可在织物中实现
动态像素显示。
团队表示，未来围绕“纤维芯片”研究，

还有很多工作要做。团队在规模化制备和
应用方面，团队已建立了自主知识产权体
系，期待与产业界加强合作，推动实现更广
领域高质量应用，为我国集成电路产业自立
自强贡献力量。 本报记者 张炯强
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浦江之畔，人工智能已成为
一块磁石，它聚合着与未来相关
的能量，吸引着AI学子将期待
托付申城。走进香港科技大学
上海中心北杨基地孵化创业区，
人工智能与创业硕士项目学生
程智洋惊喜地发现，不少办公室
已有企业入驻，这意味着，他在
这里的“工位”将被产业“包
围”。硕士2年，一年在香港学
习，一年在上海实践，计算机专
业本科毕业的他正是看中了这
个项目的“双城”赋能。

前昨两天，香港科技大学上
海中心“101创造营”一周年嘉年
华在上海徐汇北杨人工智能小镇
举办，活动聚焦学生能力提升与
产教融合实践，为沪港双城联合
培养的“人工智能与创业”硕士项
目学生搭建与头部科技企业直接
对话、从课堂走向实践的成长平
台。期间，“芯人生”创业者诊断
工作坊塑造创业思维，帮助学生
快速定位自身创业潜质与短板；
技术实战锤炼模拟大厂面试场
景，在限时压力下应对真实考题；
职业路径导航由行业专家解析行
业趋势与人才需求，为学生提供
清晰的AI就业导航；“科创市
集”汇聚腾讯、字节跳动、美团、米
哈游、高通、阅文、莉莉丝、游卡等
科技企业与学生开放交流；产业
专家、招聘专家和校友做客“开放
麦”，深度拆解从校园到职场的关
键能力模型和业界前沿趋势。程
智洋遇到了心仪的“大厂”，来自
成功企业的研发动向、用人要求
也是接近产业的重要一课。

让学生在真实的产业场景
中检验所学、明确方向，使企业
高效精准地接触潜在人才，实现
“人才”与“产业”的双向奔赴、价
值共赢是港科大上海中心的愿
景。在第四范式人力资源副总
裁陈杰看来，AI时代的核心竞争
力在于如何善用工具去学习和
创造。一些企业甄选优秀人才
时，已采用“开卷”模式——以真
实业务场景和需求为命题，考察
应聘者借助各类AI工具达成工

作目标的实际能力。“从方案架
构到问题解决的全流程，都能彰
显综合能力，优秀人才相当于自
带一个团队，而这支团队的核心
成员，就是各类AI工具。”陈杰
解释道。
近年来，中国高校培养了大

批人工智能相关专业人才，企业
优中选优的过程中，尤为看重青
年学子身上的“意愿与探索热
情”。陈杰分享了一个案例：一名
学生在实习期间，对公司正在推
进的新项目展现出极高的投入
度与积极性，最终脱颖而出成为
项目的带头人，在这个项目里，
甚至正式员工都要向其汇报。
“这份少年心气格外难得。正是
对打造具有行业影响力产品的
强烈渴望，驱动着他在缺乏借鉴
的创新领域里，持续学习、不断
突破。”也正因如此，企业希望通
过深化校企合作，尽早锁定兼具
能力与进取心气的潜力人才。
港科大希望通过这一双城项

目突破传统课程框架，实现学术
前沿与产业核心衔接，不仅传授
知识，更要培养能够驾驭技术、洞
察商业本质并创造未来的新质人
才。跨越两座枢纽城市的深度体
验，帮助学生获得技术、视野与人
脉的跃迁，成长为连接人工智能
与未来商业图景的驱动者。自
2025年1月由上海市徐汇区人民
政府、香港科技大学、上海市漕河
泾新兴技术开发区发展总公司三
方共同发起成立以来，“沪港联
动、产教融合”已见硕果——与上
海市气象局在气象预报领域开展
合作，共引入16家科创团队，此
外新增高通、阅文集团、莉莉丝游
戏等，长三角实习实训基地扩容
至30余家科技企业，提供超160
个岗位。
今年6月，程智洋和他的70

余名AIE同学将从港科大香港
清水湾校园正式奔赴上海黄浦
江畔的北杨基地，进入顶尖科技
企业或创业生态，完成深度产业
沉浸与实战。
本报记者 易蓉 实习生 吴舒晓

过去几十年，纤维器件相继被赋
予发电、储能、显示、感知等功能，它们
可以被编织成柔软、透气的智能终端，
推动信息、能源、医疗等重要领域革命
性发展，深刻改变人们的生活方式。但
长期以来，纤维系统一直依赖连接硬质
块状芯片，这与其柔软、可适应复杂变形等
应用要求存在根本矛盾，成为整个领域面临
的一个重要挑战。

复旦大学彭慧胜/陈培宁团队突破传统芯片
集成电路硅基研究范式，率先通过设计多层旋
叠架构，在弹性高分子纤维内实现了大规模集成电路（简称“纤维芯片”）。
“纤维芯片”的信息处理能力与典型商业芯片相当，且具有高度柔软、适应
拉伸扭曲等复杂形变、可编织等独特优势，有望为脑机接口、电子织物、虚
拟现实等新兴产业变革发展提供关键支撑。北京时间1月22日凌晨，上述
成果发表于《自然》（Nature）主刊。

港科大上海中心“101创造营”
搭建产教融合平台

课堂接轨产业圈
AI学子快速成长

▲

开发人员展示“纤维芯片”和加入“纤维

芯片”的手套 本报记者 刘歆 摄
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▲“纤维芯片”在手指上打结

▲ 概念图


